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摘      要  ：   针对当前 AI（Artificial Intelligence，人工智能）芯片技术人才培养中存在的理论与实践脱节、学生工程能力较弱的问

题，分析高校在 AI芯片设计教学中的不足，提出“企业引领 +项目驱动”的教育模式。通过互联网头部企业引领，学

生可以接受企业培训，深入了解产业实际运作和前沿技术，增强实践经验与学习动力；同时，通过项目驱动教学，学

生能够将理论知识应用到实际项目中，逐步提升动手实践能力，从而更好地满足社会对 AI芯片人才的需求。
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Abstract   :   In response to the problems of theoretical and practical disconnection and weak engineering ability of 

students in the current AI (Artificial Intelligence) chip technology talent cultivation, this article analyzes 

the shortcomings of universities in AI chip design teaching and proposes an education model of 

"enterprise led+project driven". Through the leadership of Internet leading enterprises, students can 

receive enterprise training, deeply understand the actual operation of the industry and cutting-edge 

technology, and enhance practical experience and learning motivation; At the same time, through 

project driven teaching, students can apply theoretical knowledge to practical projects, gradually 

improve their hands-on practical abilities, and better meet the demand for AI chip talents in society.
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引言

随着电子设备智能化的快速普及与应用，对电子器件的集成化和智能化要求日益提高。伴随着人工智能（AI）技术的飞速发展，国

家对 AI技术高尖端人才的需求也在不断增加。因此，各高校在 AI技术教育和科研突破方面不断进行研究与改革。物联网、AI、5G等技

术的蓬勃发展，开辟了巨大的应用场景和市场空间。然而，面对新的应用场景，传统计算芯片的算力通常难以满足其计算需求。在此背

景下，国家进一步提出了对 AI与芯片设计交叉性人才的需求。

西安电子科技大学的 AI芯片设计与应用课程，主要讲授如何将 AI算法技术与集成电路芯片设计相结合。课程内容不仅涵盖 AI方向

的基础知识和算法原理，还涉及芯片设计流程和算法部署的具体应用。这些内容与实际生产和生活息息相关，具有很强的工程应用背景

和科技发展前景。在本科教育阶段，AI专业的学生通常具备一定的智能算法学习基础和编程实现能力，而微电子专业的学生则掌握器件

工艺原理和仿真设计知识。然而，随着国际形势的变化，国家对交叉性人才的需求愈发迫切，亟需一批既能掌握智能算法，又能进行芯

片工艺设计的高尖端交叉性人才。在此背景下，本课程主要面向 AI专业、智能科学与技术专业、微电子专业、电子信息专业和通信专业

的研究生，旨在打通智能大专业与微电子大专业之间的壁垒，帮助学生了解从软件算法到硬件设计实现的完整技术产业链相关知识，真
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一、增强课程融合构建完善理论体系

（一）AI芯片课程要求与学生知识储备的挑战

AI芯片设计与应用课程要求学生具备较高的 AI技术、数字

电路基础和集成电路设计知识，涵盖软件算法、硬件逻辑与实现

等方面。如果学生没有扎实的知识储备，仅靠32个学时的课程教

学，可能只能达到非 AI专业或非微电子专业学生的水平，即“算

法懂一点、硬件逻辑懂一点，但不清楚如何部署和设计”的情

况。课程设计的根本目的是帮助学生打通软硬件之间的障壁，突

破 AI专业学生主要会编程、微电子专业学生主要会仿真的技术界

限，培养跨学科的综合能力。

（二）软硬件协同设计的必要性

AI技术的研究需要时间沉淀，微电子方面的芯片设计同样需

要大量的练习与实践。在有限的课程时间内，如何帮助学生打通

软硬件通路，提升软硬件协同设计能力，是课程设计中的关键问

题。突破 AI专业学生主要编程、微电子专业学生主要仿真的技

术界限，帮助学生在软硬件设计中建立深刻的理解和实际操作能

力，对于未来的工程项目实践和科研创新至关重要。 

（三）AI芯片课程内容的融合与整合

AI芯片涉及的知识体系庞大且涵盖范围广，课程内容需要精

心挑选和整合。本文对 AI芯片相关课程的融合如图1所示。在软

件层面，课程融合了《线性代数》、《概率与信息论》、《矩阵论》、

《机器学习》、《智能感知技术》、《深度学习理论》、Pytorch 

框架学习和 C++学习等相关学科的理论，此外还涉及前沿算法的

解读和实践。在硬件层面，课程介绍了《超大规模集成电路与系

统》、《AI芯片原理与设计》、《计算机组成原理》和《现代操

作系统原理》等内容，作为学生从硬件层面理解 AI芯片运行机制

的基础。此外，还涉及对典型硬件平台的介绍和实践应用。
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图1 AI芯片课程融合架构

正为国家培养一批能够解决“卡脖子”难题的高尖端交叉性人才 [1-2]。

在课程培养过程中，强调理论知识、企业引领和项目实践相结合的教学方式，旨在帮助学生走出书本与课件，真正尝试芯片设计的

一些细小环节，了解最前沿的设计技术，不断更新优化，激发内心的想象力和创造力。

（四）适应不同学生基础的教学策略

课程主要面向有相关课程基础的大三的本科生，但也考虑到

基础较差的学生。为了避免过度加重学生负担，同时确保不同基

础的学生能够迅速融入课程，课程将线性代数、概率与信息论、

机器学习基础等核心内容进行简洁提要式教学，帮助学生在短时

间内掌握基础知识，确保他们能够跟上课程进度。

通过融合多学科的核心知识，本课程将为学生构建一个完善

的 AI芯片知识体系，使他们能够从软硬件层面理解 AI芯片及其

硬件平台的运行机制。在软件层面，涵盖了 AI芯片所需的数学基

础、算法以及代码实现的理论；在硬件层面，理论课程有助于学

生理解和使用 AI芯片，确保课程内容丰富且连贯。如图2所示，

经过本课题的改革，学生在完成课程学习后，将掌握 AI芯片知

识体系下相关学科的基础理论，具备主动了解和解读前沿科学技

术论文的能力。从软硬件层面理解 AI芯片及其硬件平台的运行

机制，通过实践操作，学生将掌握搭载 AI芯片设备的基本使用

技能，为他们在该领域进行工程项目实践和科研创新打下坚实基

础 [3-6]。
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图2  AI芯片知识体系架构

二、企业协同人才培养

（一）校企协同模式的重要性

在当前科技迅猛发展的背景下，高校与企业的深度协同已成

为人才培养的重要方向。高校是理论知识与创新思想的策源地，

而企业则掌握着丰富的实践经验和行业资源，两者的结合为培养

兼具理论素养与实践能力的高素质人才提供了无限可能。通过校

企协同创新的模式，可以有效缩短高校教育与社会需求之间的距

离，为国家和行业发展注入新动力。
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（二）企业协同人才培养的核心

本文提出并贯彻“请进来，走出去”的方针，基于新一代信

息技术产业的校企深度合作，构建了校企合作的教学模式和实施

方案。这不仅为 AI芯片课程教学模式提供了新思路，也为完善校

企合作机制奠定了基础。企业协同人才培养的核心在于实现资源

的共享和价值的共创。高校通过引入企业资源与实际案例，让学

生在学习过程中直面真实的行业问题，从而培养其解决复杂工程

问题的能力。同时，企业在这一过程中也获益匪浅，通过与高校

合作，可以借助其前沿研究能力和技术储备攻克行业痛点，实现

技术突破和创新应用。西安电子科技大学已于华为、小米、中科

光智等 AI芯片领域的头部企业通过项目合作、校企联合培养的方

式开展长期合作。

（三）教学模式与培养机制的创新

在实际操作中，企业协同人才培养需要从课程体系到实践平

台的全面革新。课程设计方面，高校可以根据行业趋势与企业需

求，增加面向产业实际的教学内容，将传统的学科教育与项目化

实践相结合。例如，通过共建实验室或开设企业课程，学生能够

直接接触到前沿技术及其应用方式。在培养机制上，通过“双导

师制”等创新模式，企业导师可以从实践角度为学生提供指导，

帮助其在解决实际问题的过程中完善自身能力。此外，联合课题

攻关和实习计划的推行，能够让学生在研究阶段积累工作经验，

逐步实现从校园到职场的无缝衔接 [7-10]。

（四）校企协同对国家科技战略的支持

企业协同培养不仅可以将高校前沿研究在实际产业环境中进

行探索和落地，还为国家科技战略的实施提供了坚实的人才支

持。近年来，高校与企业的联合培养项目在攻克“卡脖子”技术

难题方面取得了显著进展。通过整合双方的资源和智慧，培养出

了一批具备国际竞争力的工程技术人才。这种模式不仅为高校和

企业的长远发展奠定了坚实基础，还推动了产学研的深度融合。

三、项目驱动提升实践能力

（一）校企联合模式的实现

要将校企联合的模式落到实处，离不开实际项目的驱动。[11-

13]本课程主要面向 AI专业和微电子专业的学生。由于这两门课程

具有较大的独立性，交叉融合后的 AI芯片设计课程旨在为这两

个专业的学生打破壁垒。通过实际方案项目介绍和重要代码示例

讲解，提升学生对课程的兴趣。考虑到不同专业和学生个体的差

异，本课程的教学内容更偏向于引导学生、开拓视野，鼓励学生

自主学习更多相关知识。

（二）实践驱动的学习方法

课程注重学生专业基础知识的掌握，并通过课堂上的知识问

答考核加以检验，考核内容涵盖 AI专业编程语言如 Python的知

识以及芯片制造流程的各个工艺基础。这种教学方法通过不断穿

插理论与实践，帮助学生理解如何将 AI与芯片设计有机结合，从

而实现 AI与芯片设计专业的深度交叉融合。

（三）实验室项目介绍

为了进一步加深学生对课程内容的理解，课题组正在推动多

个实际项目。图3展示了其中的一些实验室项目，包括水果分级分

拣系统和海上舰船目标检测系统：

图3 实验室项目

水果分级分拣系统：该系统通过对水果的内在品质和外观质

量进行检验并分级销售，以满足市场对高质量水果的需求。项目

采用昇思 MindSpore框架下的 Yolov5模型进行水果品质分类和缺

陷检测，使用昇腾500作为算力底座，并配备柔性机械臂和光纤

光谱仪模块实现高精度无损检测。通过创新双重检测头算法，提

升了检测准确度，训练结果 map@0.5提升了2%。

海上舰船目标检测系统：旨在提高海上舰船目标的精准识

别，支持海洋权益与国家安全维护。该系统采用基于 FPGA的解

决方案，并优化卷积神经网络架构，替换 YOLOV3模型中的残差

架构，引入 SE结构以提升准确率。通过结合赛灵思 FPGA和软硬

件开发平台，系统检测精度达到90%，F1值高达87%，满足实时

海上舰船目标识别需求。

（四）项目驱动的教育模式效益

项目驱动的学习模式是实践导向的教育方式，它通过引导学

生在真实项目中学习和应用知识，显著提升学生的就业竞争力。

学生通过项目实践，从问题分析到方案设计，再到成果实现，全

面参与项目的各个环节，结合理论学习和实际操作，锻炼团队协

作、沟通交流和创新解决问题的能力。[14-15]通过这种沉浸式学习

方式，学生能够提前接触行业环境，了解企业的运作模式和技术

需求，从而积累宝贵的实践经验，缩短了从校园到职场的过渡时

间。此外，企业通过项目化合作能够直接考察学生的实际能力，

为人才选拔提供依据。学生的实践经历使他们能够精准契合企业

需求，在竞争激烈的就业市场中脱颖而出。同时，项目驱动的学

习模式还促进了学生的创新意识和综合素养，帮助他们在解决实

际问题时展现更强的独立性和创造力，为未来的职业发展奠定了

坚实的基础。
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四、结束语

面对社会对 AI领域专业人才的迫切需求，高校亟需提升 AI

领域的人才培养能力，并与时俱进地推动 AI芯片设计教学的全面

改革。本课题创新性地提出了“企业引领 +项目驱动”的教学模

式，旨在构建一套紧密结合实际应用需求的 AI芯片教学方案。通

过加强课程融合、深化校企联合培养、引入真实项目案例等多维

度手段，全面提升学生在 AI芯片领域的专业素养与实践能力。

本文聚焦于 AI芯片领域的热点问题，着重培养学生扎实的基

础知识和工程实践能力，帮助其深入理解行业核心技术，同时激

发其在 AI芯片研发方向的创新潜力。通过将理论学习与实际应用

有机结合，这一模式不仅为学生开展深入的 AI芯片研究奠定了坚

实的基础，也为信息智能化社会输送了高水平、高素质的创新型

人才，助力产业发展与技术进步。
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